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2025第24届西部芯博会走集团化品牌化之路
2025年全球芯片市场规模预计将达到约5500亿美元，同比增长8%。中国市场作为全球最大的芯片市场之一，继续保持高速增长。随着5G通信、物联网、人工智能、自动驾驶等新兴应用的发展，对高性能、高集成度芯片的需求持续增长。特别是在数据中心、智能终端、新能源汽车等领域，芯片的应用越来越广泛。
为适应巨大市场需求，2025第24届西部全球芯片与半导体产业博览会（CWGCE西部芯博会 ）定于2025年4月24日-26日在成都世纪城新国际会展中心举办，CWGCE2025将以“‘芯’新机遇 ，‘芯’质未来”为主题，举办2025第三届中国西部半导体产业创新发展论坛一场主论坛和半导体企业家大会、川渝半导体产业趋势论坛、基础电子元器件产业创新发展论坛、集成电路设计与应用论坛等13场平行分论坛以及一场“芯”博会，聚焦行业热点技术、领域及话题，邀请国内外知名半导体产业、学术、科研、投资、服务等各领域1000多名专家和代表出席活动。同时云集300+参展企业，全方位呈现产业链发展现状，为行业内企业、专家、学者搭建国际化交流与合作平台，为集成电路产业高质量发展凝聚强大合力。
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[bookmark: _GoBack]CWGCE西部芯博会深耕西部市场20多年，在川渝已连续成功举办了23届，拥有丰富的厂商与观众资源，已成为我国西部最具影响力的半导体行业盛会。为更进一步加速打造西部芯博会品牌盛会，自本届（第24届）开始，西部芯博会组织委员会又强强联手“鼎诺国际会展（北京）有限公司”、“四川鼎诺会展有限公司”、“郑州诺嘉网络科技有限公司”共同集团化承办西部芯博会，承办单位有原来一家（耀润富生国际贸易有限公司），增加至现在四家公司集团化共同承办，并由西部首家成立的专业会展机构重庆九天亿地会展有限公司作为西部芯博会协办单位。

我们相信，由33家+组织机构和4家会展公司合力打造的2025西部芯博会将规模更大，档次更高！将有更多集成电路半导体行业新装备、新产品、新材料、新技术、新工艺、新趋势及新应用集中亮相。
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[bookmark: OLE_LINK8]CWGCE2025西部芯博会-主要新特点包括：  
一、响应国家号召，打造全球半导体交流平台：
习近平总书记调研半导体企业指出加快建设科技强国是全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的战略支撑，必须瞄准国家战略需求，系统布局关键创新资源，发挥产学研深度融合优势，不断在关键核心技术上取得新突破。
半导体作为科技发展的底层硬件基础，是决定科技发展速度的关键因素。市场经历短暂的寒冬过后，存储器、逻辑芯片等大宗类产品价格开始触底反弹，供需关系得到平衡，市场回暖将快速带动产业发展。
集成电路与半导体是当今信息技术产业高速发展的源动力，已广泛渗透与融合到国民经济和社会发展的每个角落，是《中国制造2025》的重要组成部分，是实现数字中国和智慧社会发展战略的支撑力量。作为全球制造业大国，我国集成电路市场规模已达到万亿元级。《国家集成电路产业发展推进纲要》提出：至2022年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小；到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。
随着数字中国和智慧社会战略目标的加快推进，国家促进集成电路产业政策环境不断完善，以协同创新、开放合作、智能应用、深度融合为特征的中国集成电路产业正呈现出全新格局，产业平稳快速增长，技术创新持续活跃，兼并重组不断深入，产融结合日益密切，市场需求广泛拓展，国际联动发展显著。国家集成电路产业投资基金撬动作用显现，地方性基金相继设立，有效带动一批重点项目投资。回顾“十三五”，全球集成电路与半导体产业进入深度调整与转折期，这是中国集成电路与半导体产业实现“华丽转身”的重要机遇期。
生成式人工智能、新能源汽车、太阳能光伏、新型储能等新兴领域迅速发展，新领域的新需求持续推动半导体领域的技术创新，不断加强对摩尔定律的深入探索。不稳定的多边贸易环境不断变化，对全球半导体供应链原有体系带来冲击，打造全球半导体博览会交流合作平台将有力促进半导体产业协同发展。[image: 微信图片_20241105165123] 
二、适应西部市场需求，搭建半导体交流平台：
四川作为中国重要的军工、航空航天、雷达、空间技术产业基地，四川省已基本形成IC设计、晶圆制造、封装测试、材料装备等较为完整的产业体系，聚集了一大批覆盖微波射频器件、功率半导体等领域的优秀制造企业和科研院所。为深化川渝集成电路、电子产业协作，促进川渝两地资源联动，加速打造西部产业高地，依托前23届西部全球芯片与半导体产业博览会举办经验和合作基础，多家行业组织和机构合作继续共同举办“2025第24届西部全球芯片与半导体产业博览会（CWGCE西部芯博会 ）”，旨在伴随半导体市场触底反弹，市场迎来新一轮发展周期，剖析全球和中国未来市场和产业的着力点，探讨新型应用场景催生后摩尔时代技术演进路径，推进全球半导体组织、企业有效交流合作，加强全球半导体产业链协同发展。
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三、历史机遇：
四川信息产业依托“三线建设”到西部大开发，再到国际“一带一路”总枢纽、再到当前国家定位“四川为国家战略腹地、要求沿海企业西部大搬迁”，四川战略机遇不断叠加，在政策、资源、技术等多方面因素的大力加持下，四川电子信息产业高歌猛进，成绩斐然，现已拥有较为齐全的产业门类,主要涉及电子、芯片/半导体、应用类电子终端及能源/储能/光伏等领域,产业链相对完整。
四川省委省政府都一直在给力助推电子信息产业的发展，包括从科学编制电子信息产业规划、加大对重点项目和企业的扶持力度、加快制造创新以及加快新型聚集区的发展等。此外，坐拥丰富的天然风光资源，也使西部当地电子信息产业享有得天独厚的发展优势。当前，四川电子信息产业已达万亿规模，发展空间和市场潜力巨大。

4、 同期配套论坛会议：
2025第三届中国西部半导体产业创新发展论坛（主论坛）
分论坛会议：
▶ 半导体企业家大会
▶ 川渝半导体产业趋势论坛
▶ 基础电子元器件产业创新发展论坛
▶ 集成电路设计与应用论坛
▶ 集成电路供应链协作与产教融合发展论坛
▶ 半导体投融资论坛
▶ 人工智能芯片生态发展论坛
▶ 光电子集成芯片设计及制造技术论坛
▶ 封装测试与创新应用论坛
▶ 功率及化合物半导体产业发展及应用论坛
▶ 半导体材料技术及其应用论坛
▶ 车芯联动创新发展论坛
▶ 先进存储协同创新论坛
同时，适时根据市场与客户情况要求举办相关主题论坛/交流会等内容丰富、前瞻实用的配套活动。
本次大会将秉承前23届会议之宗旨，以期形成自由研讨的学术氛围，让半导体技术及其相近科技领域的思想碰撞火花、涌现颠覆性创新。欢迎相关领域专家、学者、研究生参加会议，欢迎相关领域企业界人士参与技术交流和展示产品。
本次论坛会议免收会务费，食宿及交通费自理。 大会真诚欢迎相关单位、企业支持并深度参与论坛会议的组织与推广，主论坛和分论坛详情请致电大会组委会办公室198 0273 8028  或 浏览大会官网www.cwgce.com  
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